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[bookmark: OLE_LINK5]投资者关系活动记录表
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	投资者关系活动类别
	☑特定对象调研        ☑分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称（及人员姓名）
		公司名称

	广发证券
	国泰海通证券
	中金公司

	中信建投证券
	申万宏源证券
	华泰证券

	东吴证券
	东方证券
	华西证券

	国金证券
	华源证券
	西部证券

	财通证券
	方正证券
	国盛证券

	国海证券
	东亚前海证券
	江海证券

	天风证券
	华创证券
	华福证券

	国信证券
	光大证券
	美银证券

	中邮证券
	广发基金
	易方达基金

	瑞银证券
	南方基金
	博时基金

	富国基金
	工银瑞信
	招商基金

	鹏华基金
	汇添富基金
	景顺长城

	国泰基金
	汇安基金
	交银基金

	华泰柏瑞
	中银基金
	国寿安保

	银华基金
	华商基金
	东方红资管

	大成基金
	国投瑞银
	信达澳亚

	长城基金
	西部利得
	汇丰晋信

	财通基金
	国联安基金
	长信基金

	农银汇理
	诺安基金
	申万菱信

	中庚基金
	华西基金
	安信基金

	华富基金
	太平养老
	平安资产

	宝盈基金
	华泰保险
	百年人寿

	泰康资产
	中英人寿
	工银安盛

	人保资产
	国泰海通资管
	民生通惠

	大家资产
	景林资产
	上海利幄

	招银理财
	汐泰投资
	和沣资产

	宁银理财
	玖鹏资产
	远信投资

	中信资管
	盛宇投资
	远海私募

	上海保银
	财通资管
	海南周期私募

	高维基金
	杭银理财
	东方软银

	厚学基金
	弘洛基金
	誉辉资本

	漫奇投资
	磐厚资产
	GIC

	[bookmark: _GoBack]Stoneylake Asset Mgmt (HK) Ltd
	Franklin Templeton
	Allianz GI

	JPMorgan
	Millennium
	Aegon AM

	UBS AM
	Point72
	Invesco Global

	Pictet AM
	Swedbank Robur
	Grand Alliance

	C WorldWide Asset Management
	Greenwoods HK
	CloudAlpha Capital

	Jain Global
	Polymer
	Longrising (Tibet)

	Jyske Invest
	Grandeur Peak
	


共116家机构及其相关人员参与交流。

	时间
	2026年9月

	地点
	苏州、上海、深圳

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 张子涵女士
投资者关系经理 任缘女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	Q：公司在探针卡市场的竞争地位如何？
A：根据QYResearch数据估算，2025年公司占全球半导体探针卡收入市场份额达3.87%，在全球半导体探针卡厂商中排名第6位，在全球MEMS探针卡厂商中排名第5位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的中国大陆企业。2025年国产探针卡厂商合计占全球市场份额约6.12%，公司是国内探针卡国产化主力厂商。

Q：公司在国内的竞争优势体现在哪里？
A：公司具备MEMS探针自主制造能力，核心部件自主可控程度较高。公司在成本可控性、国产化认可度、交付响应和客户协同方面具备优势，客户粘性较强。

Q：公司订单结构和未来增长点如何？
A：探针卡具有较强定制属性，重复订单占比较高，规模效应有望带动毛利率改善。手机相关测试需求是公司收入的基本盘，算力芯片、存储芯片等测试需求是主要增长方向。晶圆厂扩产、供应链安全背景下高端测试订单回流，以及先进制程芯片测试前置，有望带动探针卡需求提升。

Q：公司的客户结构和合作模式？
A：公司客户覆盖境内外芯片设计、晶圆代工、封装测试等产业链核心企业，累计服务客户超400家。芯片设计公司是公司的主要合作对接方，公司在芯片设计验证阶段即介入，与客户开展联合研发、同步开发和快速迭代。

Q：公司生产设备采购情况？
A：公司生产MEMS探针所需设备主要为微米级半导体工艺设备，包括刻蚀、沉积、电镀、研磨、激光等设备。目前国内外采购渠道均可覆盖，采购流程整体顺畅。

Q：探针卡行业的门槛高吗？
A：行业壁垒主要体现在三方面：一是资本投入较高，MEMS工艺需要光刻、刻蚀、电镀、研磨、激光等先进设备，前期投入大；二是技术壁垒较高，探针卡研发涉及材料、热、力、光、电、机械等多学科交叉，MEMS探针制造存在较多工艺诀窍，对复合型人才要求较高；三是客户壁垒较高，产品迭代需要龙头客户牵引和验证，探针卡厂商需与芯片设计公司紧密配合，验证周期较长，客户粘性较强。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	无

	附件清单
	

	日期
	2026年09月




